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В
результате развития электронной про-

мышленности постоянно повышают-

ся требования к качеству исполнения

и эффективности электронных систем, где

разъемы, адаптеры и соединители рассмат-

риваются как неотъемлемая часть схемы, спо-

собная передавать сигнал без искажений. Это

особенно актуально при проектировании но-

вого электронного оборудования, работаю-

щего на более высоких частотах, где данной

проблеме уделяется особое внимание.

При разработке современного электрон-

ного оборудования ключевым моментом ста-

новится время, необходимое для воплоще-

ния схемы в уже готовое решение. Чем быс-

трее производители электроники проходят

путь от создания проекта до опытного образ-

ца и затем до его серийного производства,

тем выше их доля на рынке, прибыли и до-

ходы. Поэтому необходимы инновационные

решения, повышающие эффективность раз-

работки тестовых образцов и обеспечиваю-

щие быстрый цикл ввода новой продукции

в производство. Одним из таких решений яв-

ляется новейшая запатентованная разработ-

ка — BGA сокет-система Flip-Top™.

Разъемы и адаптеры

BGA — система, предназначенная для ус-

тановки на плату микросхемы в корпусе BGA

(рис. 1).

На плату монтируется не сама микросхе-

ма в корпусе BGA, а система BGA (рис. 2–3).

В саму систему устанавливается чип

в BGA-корпусе. Если чип бракованный или

выходит из строя из-за неправильной схемо-

техники, его можно легко заменить, так как

чип не припаивается. Особенно это актуаль-

но на стадии разработки и в случае высокой
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стоимости чипов. Данная система использу-

ет меньшее пространство PC-платы, чем ана-

логичные устройства для тестирования, так

как вначале на плату припаивается специаль-

ный BGA-разъем, на него устанавливается

устройство крепления микросхемы и затем

сама микросхема. Выпускаются варианты для

поверхностного монтажа и монтажа в отвер-

стия с шагом 1,27 или 1,00 мм и температур-

ным диапазоном от –40 до +260 °С. BGA-си-

стема спроектирована для испытания, про-

граммирования, разработки и применения

продукции.

Совместно с BGA-системами (и не только

с ними) можно использовать BGA-адаптеры,

предназначенные для микросхем в корпусе

PGA (рис. 4).

Они изготавливаются для поверхностного

монтажа с шагом 1,27; 1,00; 0,80 и 0,75 мм

(рис. 5).

Для PGA-корпусов компания предлагает

разъемы и адаптеры с многочисленными ва-

риантами опорных поверхностей, они раз-

личаются также по способу исполнения для

поверхностного монтажа в различных кар-

касах (рис. 6).

Новейшей запатентованной разработкой яв-

ляется Peel-A-Way® разъемы и адаптеры с кар-

касом из изоляционной полиамидной пленки,

которая просто удаляется после монтажа кон-

тактов на плату. Температурный диапазон та-

ких изделий от –269 до +400 °C (рис. 7).

Самыми распространенными являются

стандартные разъемы и адаптеры, которые

специально используются для микросхем

в корпусе типа DIP (рис. 8). Эти разъемы

обеспечивают надежный контакт микросхе-

мы с печатной платой и выпускаются с от-

крытыми, закрытыми и Peel-A-Way каркаса-

ми и количеством выводов от 8 до 64 с ша-

гом 7,62; 10,16; 15,24 и 22,86 мм (рис. 9).

Также широко представлены разъемы

и адаптеры для микросхем в корпусе типа

SIP (рис. 10), которые обеспечивают надеж-

ный контакт микросхемы с печатной платой.

Изготавливаются как с твердыми, так и с гиб-

кими Peel-A-Way каркасами. Число выводов

может достигать 100 для гибких каркасов

и 32 — для твердых (рис. 11).

Межплатные соединители

Тенденция, ведущая к повышению сложно-

сти электронной продукции, увеличению ко-

личества вводов/выводов применяемых в ней

интегральных микросхем при общем умень-

шении геометрических размеров и улучше-

нии потребительских свойств самого изделия,

приводит к стремительному уменьшению

межплатного расстояния. Соответственно, ес-

ли плат несколько, а размеры изделия ограни-

чены, то целесообразно использовать меж-

платные соединители, уменьшающие рассто-

яния между платами и обеспечивающие

надежный контакт.

Межплатные соединители выпускаются

с различными шагами между контактами —

2,25; 2,00; 1,27 мм. Число соединителей может

быть от 2 до 400 с различными межплатны-

ми расстояниями. Соединители изготавлива-

ются из высококачественных материалов

в различных исполнениях: однорядном, двух-

рядном, трехрядном и многочисленном для

монтажа в отверстия, а также для поверхно-

стного монтажа. На рис. 12 приведены вари-

анты исполнения межплатных соединителей.

Рис. 4. PGA (Pin Grid Array Package)

Рис. 5. BGA)адаптеры

Рис. 7. Peel)A)Way решение

Рис. 8. DIP (Dual In)line Package)

Рис. 9. DIP разъемы и адаптеры

Рис. 10. SIP (Single In)line Package)

Рис. 11. SIP разъемы и адаптеры

Рис. 12. Межплатные соединители

Рис. 6. PGA разъемы и адаптеры
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Эти изделия нашли широкое применение

в телекоммуникационных устройствах, сред-

ствах автоматизации производства и другой

продукции, где требуется соединение печатных

плат между собой. Такие соединители все ча-

ще начинают применяться в России и СНГ, они

отличаются высокой надежностью и многооб-

разием возможных вариантов стыковки плат.

Стандартные и заказные разработки ком-

пании удовлетворяют всем требованиям,

предъявляемым к автоматному и ручному

монтажу. Выполняя директиву RoHS и со-

глашаясь с международной позицией, соглас-

но которой производство должно быть без-

вредно для окружающей среды, Advanced

Interconnections предлагает все продукты в ис-

полнении, не содержащем свинец. Основан-

ная в 1982 году в CША, компания быстро до-

билась успеха на рынке. Выпускает продук-

цию как коммерческого, так и военного ис-

полнения. Компания сертифицирована по

ISO 9001:2000, она является проектировщи-

ком и изготовителем инновационных взаи-

мосвязывающих решений с технологически

передовыми особенностями.

При подготовке статьи использованы

материалы, предоставленные компанией

Advanced Interconnections, а также техни-

ческие описания изделий. Дополнитель-

ную информацию можно получить на сай-

те кампании Advanced Interconnections —

ww
w.advanced.c
om.                                             ■
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